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Abstract (en)
The method involves feeding a solid filling material in separate plates (2) and cutting of strips from the plate. The filler plates are interconnected in
front of the cutting edge side and the strips (5) are connected by the filler plates. The connected side edges and the cutting direction are parallel to
the plate format while cutting the strips. An independent claim is also included for a plant for manufacturing the sandwich panels.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein neuartiges Verfahren zum Zuführen von festem Füllmaterial bei der Herstellung von Sandwichplatten mit entsprechender
Füllung. Erfindungsgemäß wird das Füllmaterial in Platten (2) gestapelt in Streifen geschnitten und werden die Platten (2) vor dem Abschneiden der
Streifen kantenweise miteinander verbunden.
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